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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zapytanie ofertowe na dostawe stacji do mikroobrébki laserowej

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia:
Przedmiotem zamodwienia jest stacja do mikroobrobki laserowej.

Zakres zamowienia obejmuje dostawe oraz transport do miejsca realizacji (ul. Bierutowska 57-
59, Wroctaw 51-317).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stacji do mikroobrébki laserowej
Mozna wyszczegdlnic 4 gtdwne czesci stacji:

1. Impulsowe zrédto sSwiatta laserowego
2. Stanowisko dla swiatta podczerwonego (1030 £5 nm)
2.1. gtowica skanujgca z przynajmniej dwoma osiami skanowania
2.2. Stét XYZ do pozycjonowania preparatu wzgledem gtowicy skanujacej
3. Tor optyczny do prowadzenia wigzek z zrédta swiatta do stanowiska
4. Urzadzenia peryferyjne
4.1. Zestaw komputerowy do obstugi stacji do mikroobrdbki laserowej
4.2. Szafa typu RACK
4.3. UPS zapewniajgcy przynajmniej 15 minut pracy urzadzenia i pozwalajacy na
bezpieczne wytgcznie systemu
4.4. Odcigg oparéw
4.5. Kompresor

Szczegotowa specyfikacja elementow stacji:

1. Impulsowe zrédto swiatta laserowego

. Maksymalna srednia moc: wiecej niz 60 W (@ 10305 nm).

. Maksymalna energia impulsu: wiecej niz 100 pJ (@ 1030+5 nm).

. Czestotliwos¢ repetycji: w zakresie przynajmniej od 200 kHz do 10 MHz.

. Dtugos¢ impulsu: krétszy niz 300 fs (szerokos$é potéwkowa impulsu).

. Mozliwos¢ regulacji dtugosci impulsu w zakresie przynajmniej od 300 fs do 10 ps.

. Dtugosci fali swiatta 1030+5 nm

. Funkcja impulsu na zadanie.

. Parametr M2 lepszy niz 1,4.

.9. Swiatto wychodzace ze zrédta ma byé spolaryzowane pionowo.

.10. Zrédto musi posiadaé niezbedne przewody umozliwiajace poprawna prace modutu
Zrédta.

1.11. Do zrédta musi by¢ dotgczony zasilacz umozliwiajacy poprawna prace modutu
Zrédta.

1.12. Do zrédta musi by¢ dotgczona chtodziarka umozliwiajgca poprawng prace modutu
Zrédta.

1.13. Laser w swojej konstrukcji musi zawiera¢ elementy swiattowodowe.
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2. Stanowisko dla swiatta podczerwonego (1030 +5 nm).

2.1. gtowica skanujaca z przynajmniej dwoma osiami skanowania

2.1.1. Praca z dtugoscia fali 1030 =5 nm.

2.1.2. Obszar roboczy XY: minimum 1 mm x 1 mm.

2.1.3. Mozliwos¢ pochylania wiazki w 2 osiach tworzac powierzchnie ptaska, gdzie o$
optyczna gtowicy jest normalng tej powierzchni.

2.1.4. Maksymalna moc wejsciowa nie mniejsza niz 40 W.

2.1.5. Maksymalna energia impulsu nie mniejsza niz 250 pJ.

2.1.6. Zasilacz i komplet przewodow niezbednych do pracy gtowicy.

2.1.7. Podglad optyczny pola pracy zgrany z osig optyczna gtowicy zawierajacy
kamere cyfrowa.

2.2, Stot XYZ do pozycjonowania preparatu wzgledem gtowicy skanujacej
2.2.1. Zakres ruchu w osi XY: minimum 100 x 100 mm.

2.2.2. llos¢ zmotoryzowanych osi: 2 (X oraz Y).

2.2.3. Obcigzalnosc¢: co najmniej 10 kg (100 N)

2.2.4 Stét ma zawieraé czujniki potozenia w osiach XY.

2.2.5. Rozdzielczos¢ czujnika: nie gorsza niz 500 nm.

2.2.6. Doktadnos¢ pozycjonowania: nie gorsza niz 5 um

2.2.7. Kontroler z zasilaczem i komplet przewodéw niezbednych do pracy stotu.
2.2.8. Kontroler musi zapewnia¢ prace stotu w sprzezeniu zwrotnym.

2.2.9. Przesuw w 0si Z za pomoca recznie sterowanego stotu.

2.2.10. Zakres ruchu w osi Z: nie mniej niz 100 mm.

3. Tor optyczny do prowadzenia wiazek z zrodta Swiatta do stanowiska

3.1. Tor optyczny musi gwarantowac réwnolegtosé i centrycznosé wigzki z torem
optycznym, wliczajgc w to mozliwos¢ poprawienia réwnolegtosci i centrycznosci.
3.2. Parametr GDD zwierciadet mnigjszy niz 10 fs?dla 1030 nm.

3.3. Odbicie przynajmniej 99% dla 1030 nm.

3.4. Wigzka ma by¢ prowadzona w rurkach.

3.5. Tor optyczny musi zabezpieczac zrédto lasera przed odbiciem powrotnym.

3.6. Tor musi umozliwiac¢ jego modyfikacje w postaci mozliwosci dotozenia modutow
zmieniajgcych parametry wigzki.

4. Urzadzenia peryferyjne

4.1. Zestaw komputerowy do obstugi stacji do mikroobrébki laserowej
4.1.1. Typ — stacjonarny.

4.1.2. Monitor - przynajmniej 2 sztuki, kazdy przynajmniej 22 cale.

4.1.3. Mysz i klawiatura — bezprzewodowe.

4.1.4. Jednostka gtowna

4.1.4.1. Procesor:

4.1.4.1.1. co najmniej 8 rdzeni fizycznych,

4.1.4.1.2. taktowanie: co najmniej 3,6 GHz,

4.1.4.1.3. pamieé podreczna: nie mnij niz 12 MB,

4.1.4.2. Pamie¢ RAM: przynajmniej 16 GB, DDR4 lub lepsza.
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4.1.4.3. Dysk twardy przynajmniej 500 GB SDD.

4.1.4.4. Ztacze sieciowe: Gigabit.

4.1.4.5. Porty USB: przynajmniej 4.

4.1.4.6. Karta graficzna:

4.1.4.6.1. taktowanie rdzenia: co najmniej 1 GHz,

4.1.4.6.2. taktowanie pamieci: co najmniej 6 GHz,

4.1.4.6.3. pamiec¢: GDDR5 nie mnij niz 2 GB,

4.1.4.6.4. ztacze: PCI-E x16,

4.1.4.7. Wyjscia HDMI: przynajmniej 1.

4.1.5. Zestaw niezbednych przewododw do uruchomienia zestawu komputerowego.

4.2, Szafa typu RACK

4.2.1. Standard RACK: 19-calowy.

4.2.2. Wysokos$é: 42 U (okoto 205 cm wysokosci).

4.2.3. Rodzaj szafy: wolnostojaca.

4.2.4. Kétka: 4 kétka + 4 nozki.

4.2.5. Rodzaj drzwi frontowych: brak drzwi lub drzwi ze szkta hartowanego.
4.2.6. Chtodzenie: co najmniej 2 wentylatory w panelu sufitowym.

4.3. UPS zapewniajacy przynajmniej 15 minut pracy urzadzenia i pozwalajacy na
bezpieczne wytgcznie systemu

4.4. Odciag oparow

4.4.1. Efektywny przeptyw powietrza: co najmniej 150 m®/h.

4.4.2. Maksymalne cisnienie statyczne: co najmniej 3000 Pa.

4.4.3. Zawiera filtry: Al, wstepny, kasetowy, czastek (HEPA),wktad z weglem
aktywnym.

4.4.4. Typ filtru kasetowego: Z-Line.

4.4.5. Typ filtru HEPA: nie gorszy niz H13.

4.4.6. llos¢ wegla aktywnego w filtrze: co najmniej 8 kg lub 16 L.

4.4.7. Poziom hatasu: ponizej 55 dB.

4.5. Kompresor

4.5.1. Cisnienie maksymalne: co najmniej 70 psi (4,83 bar).

4.5.2. Wydajnos$é (przeptyw powietrza): co najmniej 3 SCFM.

4.5.3. Czujnik cisnienia: Czujnik sprawdzajgcy czy cisnienie wyjsciowe miesci sie w
zakresie 60-70 psi.

4.5.4. Reduktor umozliwiajgcy regulacje cisnienia wyjsciowego.

4.5.5. Rodzaj kompresora: bezolejowy

4.5.6. Filtracja czastek statych: ponizej 1 pm

4.5.7. Poziom hatasu: nie wiekszy niz 50 dB(A).

Wymagane warunki dodatkowe:

1. Termin dostawy: maksymalnie 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
leasingowe;j.



